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(57) Abstract

The present invention relates to buffer systems in the form of solutions or the salts thereof for the production of suspensions that
can be used in chemical-mechanical polishing. Said buffer systems can be panticularly used in the production of suspensions with a high

pH value ranging from 9,5 to 13. Said suspensions can be used for chemical-mechanical polishing of silicium and metal surfaces of
semiconductors, i.c. wafers.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft Puffersysteme in Form von Losungen oder von Salzen zur Herstellung von Suspensionen, weiche
zum chemisch-mechanischen Polieren einsetzbar sind. Insbesondere sind diese Puffersysteme einsetzbar zur Herstellung von Suspensionen
mit einem hohen pH-Wert von 9,5-13, die zum chemisch~mechanischen Polieren von Si- und Metailoberfiichen von Halbleitern, den
sogenannten Wafern, verwendet werden.




